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協辦單位     中華系統性創新學會                                                      

	IC封裝趨勢與製程介紹


課程設計概念:
1. IC 教父張忠謀先生預測未來半導體產業要有重大突破將在於3D 封測與EUV。另外中國與阿　布達比的國家半導體補貼政策，更刺激台灣封測產業先進技術的需求。本課程之規劃，即為因應封裝業界人才及技術的需求趨勢，由基礎到先進之包裝體（Packaging）和其相關製程及關聯技術做整體性的介紹。對新進之工程師可迅速上手，減少資深人員負擔，亦能專心於先進製程。
2. 本課程學習後加上活用另一課程＂問題解決程序與手法＂，即具ＩＣ 封測製程工程師之基本職能。 
課程對象：
· 新進半導體封裝製程、品保或維護工程師，欲有系統學習先進封裝製程知識與技術趨勢者。
· 半導體製造業產業鏈中封裝上下游行業公司之產品研發、外包、工程、行銷、品管人員、專案管理人員等欲了解封裝技術能與本身行業相互配合之處、共創雙贏。
· 主管欲瞭解整體電子產業上下游連結與技術趨勢，以提昇或尋求跨產業整合之能力與機會。欲進入半導體電子產業之理工科系之應屆畢業學生。
· 大專以上理工背景之從業人員欲培養第二專長，為就業或轉職厚植實力，有志於向半導體電子產業發展者。
課程大綱 :
1. 封測產業鏈及市場趨勢
2. 封裝技術演進
3. 封裝製程簡介
1、 傳統打線
i. 導線架封裝（Leadframe）
ii. 錫球陣列封裝（BGA）
iii. 特殊線材打線
2、 先進封裝
i. 覆晶(Flip Chip)
ii. 晶圓級封裝(WLCSP)
iii. 扇出型封裝(FOWLP)
3、 技術整合型封裝
i. 疊片
ii. 2.5D，系統及封裝（SiP）
iii. 3D 封裝
----------------------------------------------------------------------------------------------

授課時間：2020/7/22(三)，10:00-17:00，共計6小時
授課地點：中華系統性創新學會 訓練教室（新竹市光復路二段350號5樓）
報名方式: 填妥報名表後，Email至service@ssi.org.tw ; 連絡電話03-5723200
	IC封裝趨勢與製程介紹

	姓    名*
	
	性   別*
	
	身份證字號*
	

	英文姓名

(考照者需要)
	
	出生年月日
	
	電   話*
	

	公司/單位*
	
	部門及職稱*
	
	行動電話*
	

	E-MAIL*
	

	地   址*
	

	學   歷
	□博士    □碩士    □大學    □專科    □其他    科系：____________

	團體報名
	聯絡人姓名：             電話：               E-mail：

	訊息來源*
	□SSI網站
	□SME網站
	□Email
	□學會電子報
	□學會FB專頁
	□朋友

	
	□亞太教育網
	□104教育網
	□台灣教育網
	□生活科技網
	□其他:_________

	發票抬頭：
	統一編號：

	現場課程（新竹）
	課程費用NT$3,000

	以上價格不含郵寄與匯款費用

	付款方式
	ATM轉帳
	兆豐國際銀行017 新安分行 0206

亞卓國際顧問股份有限公司020-09-028980


【注意事項】
· 「*」項目請務必填寫，以利行前通知，或聯絡注意事項。
· 為尊重智財權，課程進行中禁止錄音、錄影。

· 費用含教材講義茶水、現場午餐。
· 本會保留修訂課程、中斷課程及未達最低開課人數時取消課程之權利。本會保留因故調整課程時間，並通知已報名學員知悉。
· 因學員個人因素，上課前7天後即不得退費，但得轉讓、轉課、或保留。上課前7天以上申請退費，退費時扣除手續費10%。

· 若退費因素為學會課程取消或延課因素，學會負擔退費之手續費。
· 需報帳者，請務必填寫「公司抬頭」及「統一編號」欄，以利開立收據。

· 團報時每人仍需填一份資料，並加註團報聯絡人聯絡資料。
.


